SAP CO USB 3.0 “SIEU NHANH”

Sém nhét cling vdio gitra ndm 2009 va mudn nhét la 2010, c8ng chuyén USB 3.0 déu tién trén thé

gidi sé ra mat.

Vira qua, thoi diém ra doi cla cong nghé truyén tdi di liéu USB 3.0 méi duoc cong bé du né da
c6 thdi gian nhen nhém khé lau.
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Day sé& la buéc dét phd trong cdng nghé truyén di liéu trong tvong lai véi t6c dd truyén di liéu lén
dén 25GB/phdt hiva hen s& la sy thay thé tuyét voi cho USB 2.0 hién tai ¢6 t6¢c dé cham hon rét

nhiéu.

“Céng nghé USB 3.0 la mét trong nhitng céng nghé cia tvong lai véi t6c do truyén tai di liéu rét
nhanh ddp ¢ng duoc nhu cdu ngdly caing cao cda nhitng nguei su dung cdng nghé. Ngodi ra, né
s& giop ich rat nhiéu trong qud trinh thay thé céc c8ng chuyén USB 2.0 hién tai c6 t8c dé cham dé
tiét kiém thoi gian hon khi truyén di liéu gira may tinh véi USB hodc céc thiét bi khéc”, Cha tich
nhém cdc nha phdt trién cdng nghé USB 3.0 Jeff Ravencraft cho biét.

Hién, céng nghé USB 3.0 dang duoc nhitng éng lén trong nganh céng nghé hop tdc nghién cou
bao gém tép doan Microsoft, Intel, NEC, ST-NXP, céng ty Hewlett-Packard va héng Texas

Instruments.



